
CAD/CAE und Engineering
 

Umsetzung der mit dem Kurzel STEP bezeichneten Norm ISO 
10303 erzielt werden. Das fur den ECAD-Bereich maGgebli­
che Anwendungsprotokoll AP212 Electrotechnical Design 
and Installation bietet Lbsungen fUr die Datendurchgangig­
keit in den Prozessketten der Elektrotechnik. Es umfasst 
Informationen im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen 
und Ausrustungen (z. B. in Kraftwerken, elektrischen Trans­
port- oder Versorgungsnetzen, Fahrzeugen, Schiffen, Gebau­
den oder Flugzeugen), die notwendig sind, um die in Zeich­
nungen, schematischen Darstellungen (z. B. Funktionsplane, 
Schaltplane, Installationsdiagramme), Netzlisten, Verbin­
dungslisten und StUcklisten enthaltenen Daten zu beschrei­
ben. Gegenuber den bisher im Bereich der Elektroindustrie 
eingesetzten Schnittstellenformaten, die zumeist nur den 
Austausch grafischer Informationen in Form von Zeichnun­
gen erlauben, berucksichtigt AP212 die elektrischen und 
mechanischen Eigenschaften eines elektrischen Produktes. 
Es gestattet damit die vollstandige Beschreibung der Schal­
tungslogik sowie aller zugehbrigen technischen und nicht­
technischen Daten zusatzlich zur grafischen Darstellung. 
CAD-Modelle von Bauteilen oder Kabeln sind jedoch nicht 
im Umfang von AP212 enthalten. Fur diese Zwecke muss die 
ISO Norm 10303-214 Core Data for Automotive Mechanical 
Design Processes verwendet werden. AP212 und AP214 
erganzen sich und sind zueinander kompatibel. Die Validie­
rungsphase von AP212 findet derzeit hauptsachlich im 
Bereich Automobilelektrik, speziell in der Kabelbaument­
wicklung statt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann jedoch noch 
kein CAE-System der dritten Generation vollstandige STEP­
Modelle importieren oder exportieren. 

s. Schlussfolgerung und Ausblick 

Vergleicht man die an Systeme der dritten Generation 
gestellten Anforderungen mit dem heute tatsachlich 
erreichten Entwicklungsstand, so wurde zwar ein Fortschritt 
erreicht, aber es mussen in einigen Teilbereichen erhebliche 
Defizite eingeraumt werden. Einer der wesentlichen Grunde 
hierfUr ist die Tatsache, dass die Systemhersteller aus wirt­
schaftlichen Grunden bis zur KundenverfUgbarkeit der drit­
ten Systemgeneration die nach wie vor im Einsatz befindli­
chen Systeme der zweiten Generation weiter warten und 
pflegen mussten und daher nur beschrankte Ressourcen fUr 
die parallele Entwicklung einer vollkommen neuen Produkt­
generation zurVerfUgung stellen konnten. Ein weiteres Prob­
lem bestand darin, dass an die Entwickler der neuen System­
generation extrem hohe Anforderungen in Bezug auf die 
Beherrschung der Methoden und Werkzeuge modernen 
Software Engineerings gestellt wurden und der diesbezugli­
che Bedarf an qualifizierten Entwicklern, die zudem uber 
Fachkenntnisse aus Elektrotechnik und CAD/CAM-Tech nolo­
gie verfUgten, wegen des zeitweise erheblichen Fachkrafte­

mangels im gesamten IT-Umfeld nicht gedeckt werden 
konnte. 

Insgesamt betrachtet kann allerdings dennoch ein zufrie­
denstellendes Fazit gezogen werden. Die Mehrheit der auf 
dem Markt befindlichen Systeme hat den Sprung zur Electri­
cal Engineering Solution weitgehend geschafft,die wichtigs­
ten Kernanforderungen konnten auf breiter Basis umgesetzt 
werden. In Anbetracht der erst relativ kurzen VerfUgbarkeit 
der Electrical Engineering Solutions weisen einige Systeme 
im Praxisbetrieb zur Zeit noch Schwachen und Instabilitaten 
auf, deren rasche Beseitigung jedoch im Mittelpunkt der der­
zeitigen Entwicklungsarbeit steht. Derzeit steht die ECAD­
Anwenderschaft den neuen Systemen noch skeptisch 
gegenuber. Wirkliche Effizienzsteigerungen sind aufgrund 
der durch die neue Systemphilosophie des modellorientier­
ten Engineerings und der damit korrespondierenden Veran­
derung der bisher gewohnten Arbeitsablaufe sowie der fru­
heren Konstruktionsmethodik bisher kaum erkennbar. Erst in 
den nachsten Jahren wird sich zeigen, inwieweit die neuen 
Systeme etabliert werden kbnnen. Hierzu wird es vor allem 
notwendig sein, neue Funktionalitaten, welche die potentiel­
len Mbglichkeiten der neuen Systeme nutzen, zu entwickeln 
und bereitzustellen. 
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